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(57)  Die Erfindung betrifft eine Anordnung (2) mit ei-
nem elektronischen Bauelement (4) und einem Substrat
(6). Um den Bauraum einer derartigen Anordnung (2) zu
verringern und eine verbesserte Entwarmung zu ermég-
lichen, wird vorgeschlagen, dass das Substrat (6) eine
Metallisierung (10) mit zumindest einer ersten Leiter-
struktur (16) und einer zweiten Leiterstruktur (18) auf-
weist, wobei die erste Leiterstruktur (16) zumindest teil-
weise innerhalb der zweiten Leiterstruktur (18) angeord-
net ist, wobei das elektronische Bauelement (4), insbe-
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sondere stoffschliissig, mit der ersten Leiterstruktur (16)
verbunden ist, wobei das elektronische Bauelement (4)
von einem thermisch leitfahigen Gehauseelement (8)
umgeben ist, welches stoffschliissig mit der zweiten Lei-
terstruktur (18) verbunden ist, wobei eine Deckflache
(26) und zumindest eine Seitenflache (28) des elektro-
nischen Bauelements (4) Uber ein thermisch leitfahiges
Flllmaterial (24) mit dem Geh&useelement (8) verbun-
den ist.

2
22
18 12
34
SR T A N N N W A N R N

[N N NN N N U

30 26

32

Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)



1 EP 4 432 344 A1 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung miteinem
elektronischen Bauelement und einem Substrat.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung einen Stromrichter
mit mindestens einer derartigen Anordnung.

[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung einer Anordnung mit einem elektroni-
schen Bauelement und einem Substrat.

[0004] Dartber hinaus betrifft die Erfindung eine Ver-
wendung von Segmentstreifen mit Segmenten, welche
jeweils eine Kavitat aufweisen, zur Herstellung von Ge-
hauseelementen fir eine derartige Anordnung.

[0005] Derartige Anordnungen kommen beispielswei-
se in einem Stromrichter zum Einsatz. Unter einem
Stromrichter ist beispielsweise ein Gleichrichter, ein
Wechselrichter, ein Umrichter oder ein Gleichspan-
nungswandler zu verstehen. In einem Stromrichter kon-
nen aktive elektronische Bauelemente wie Transistoren
und Dioden sowie passive elektronische Bauelemente,
z.B. Kondensatoren, Widerstiande aber auch Sensoren,
zum Einsatz kommen. Derartige elektronischen Bauele-
mente sind Ublicherweise miteinem Substrat verbunden.
Die elektrische Performance, insbesondere die Lebens-
dauer, der elektronischen Bauelemente hangt signifikant
von deren thermischer Entwarmung ab. Fiir einen hohen
Warmestrom bzw. Warmefluss spielt die Entwarmungs-
zeit eine entscheidende Rolle. Mit einer Fluidkiihlung
sind zwar hohe Warmestrome erreichbar, je nach An-
wendung kann die Kihllésung jedoch sehr aufwandig
werden. Ferner bendtigen beispielsweise Warmespreiz-
platten und Kuhlkérper einen grolRen Bauraum.

[0006] Vordiesem Hintergrund istes eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, den Bauraum einer derartigen
Anordnung zu verringern und eine verbesserte Entwar-
mung zu ermdglichen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafy geldst
durch eine Anordnung mit einem elektronischen Baue-
lement und einem Substrat, wobei das Substrat eine Me-
tallisierung mit zumindest einer ersten Leiterstruktur und
einer zweiten Leiterstruktur aufweist, wobei die erste Lei-
terstruktur zumindest teilweise innerhalb der zweiten Lei-
terstruktur angeordnet ist, wobei das elektronische Bau-
element, insbesondere stoffschliissig, mit der ersten Lei-
terstruktur verbunden ist, wobei das elektronische Bau-
element von einem thermisch leitfahigen Gehauseele-
mentumgebenist, welches stoffschliissig mit derzweiten
Leiterstruktur verbunden ist, wobei eine Deckflache und
zumindest eine Seitenflache des elektronischen Baue-
lements Uber ein thermisch leitfahiges Fillmaterial mit
dem Gehauseelement verbunden ist.

[0008] Ferner wird die Aufgabe erfindungsgemafl ge-
I16st durch einen Stromrichter mit mindestens einer der-
artigen Anordnung.

[0009] Weiterhin wird die Aufgabe erfindungsgemaf
geldst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Anord-
nung mit einem elektronischen Bauelement und einem
Substrat, wobei das Substrat eine Metallisierung mit zu-
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mindest einer ersten Leiterstruktur und einer zweiten Lei-
terstruktur aufweist, wobei die erste Leiterstruktur zumin-
dest teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur ange-
ordnet ist, umfassend folgende Schritte: Einlegen des
elektronischen Bauelements und eines thermisch leitfa-
higen Fullmaterials in ein thermisch leitfahiges Gehau-
seelement, wobei eine Deckflache und zumindest eine
Seitenflache des elektronischen Bauelements lber das
thermisch leitfahige Fulllmaterial mit dem Gehauseele-
ment verbunden wird, Verbinden des elektronischen
Bauelements mit der ersten Leiterstruktur und stoff-
schliissiges Verbinden des Gehauseelements mit der
zweiten Leiterstruktur.

[0010] Uberdies wird die Aufgabe erfindungsgemaR
geldst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Anord-
nung mit einem elektronischen Bauelement und einem
Substrat, wobei das Substrat eine Metallisierung mit zu-
mindest einer ersten Leiterstruktur und einer zweiten Lei-
terstruktur aufweist, wobei die erste Leiterstruktur zumin-
dest teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur ange-
ordnet ist, umfassend folgende Schritte: Verbinden des
elektronischen Bauelements mitder ersten Leiterstruktur
und stoffschliissiges Verbinden eines thermisch leitfahi-
gen Gehauseelements mit der zweiten Leiterstruktur,
Einfiillen eines thermisch leitfahigen flieRfahigen Fullm-
aterials in das Gehauseelement, wobei eine Deckflache
und zumindest eine Seitenfliche des elektronischen
Bauelements (ber das Fillmaterial mit dem Gehausee-
lement verbunden wird.

[0011] Dartberhinaus wird die Aufgabe erfindungsge-
maf geldst durch eine Verwendung von, insbesondere
metallischen, Segmentstreifen mit Segmenten, welche
jeweils eine Kavitat aufweisen, zur Herstellung von Ge-
hauseelementen fiir eine derartige Anordnung, wobei die
Segmentstreifen zwischen den Segmenten Sollbruch-
stellen, insbesondere mit einer Perforierung, aufweisen.
[0012] Die in Bezug auf die Anordnung nachstehend
angefiihrten Vorteile und bevorzugten Ausgestaltungen
lassen sich sinngeman auf den Stromrichter, die Verfah-
ren und die Verwendung ubertragen.

[0013] Der Erfindung liegt die Uberlegung zugrunde,
die Entwarmung eines elektronischen Bauelements, wel-
ches auf einem Substrat verbunden ist, Uiber einen zu-
satzlichen Warmepfad zu verbessern. Neben der Ent-
warmung Uber das Substrat wird ein zusatzlicher War-
mepfad Uber ein thermisch leitfahiges Gehauseelement
geschaffen, welches das elektronische Bauelement um-
gibt. Das thermisch leitfahige Gehauseelement kann un-
teranderem aus einem metallischen Werkstoff, z.B. Kup-
fer, Aluminium oder eine deren Legierungen, einem ther-
misch leitfahigen Kunststoff oder einem keramischen
Werkstoff hergestellt sein. Eine thermische Verbindung
des elektronischen Bauelements zum thermisch leitfahi-
gen Gehauseelement wird tber ein thermisch leitfahiges
Fullmaterial hergestellt, wobei eine Deckflache und zu-
mindest eine Seitenflache des elektronischen Bauele-
ments Uber das Fillmaterial mit dem Gehauseelement
verbunden sind. Beispielsweise weist das Gehauseele-
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ment eine Gehauseinnenwand auf, welche mit dem Fuill-
material verbunden ist. Das thermisch leitfahige Fillma-
terial kann elektrisch isolierend oder elektrisch leitend
ausgefihrt sein.

[0014] Das Substrat weist eine Metallisierung mit zu-
mindest einer ersten Leiterstruktur und einer zweiten Lei-
terstruktur auf, wobei die erste Leiterstruktur zumindest
teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur angeordnet
ist. Beispielsweise umfasst die zweite Leiterstruktur eine
Leiterbahn auf, welche eine Leiterbahn der ersten Lei-
terstruktur teilweise umgibt. Eine derartige Leiterbahn
der zweiten Leiterstruktur kann unter anderem elliptisch,
rund, rechteckig oder quadratisch um die erste Leiter-
struktur herum verlaufend ausgefiihrt sein und zumin-
desteine Unterbrechung aufweisen. Insbesondere istdie
zweite Leiterstruktur elektrisch isoliert von der ersten Lei-
terstruktur angeordnet. Das Substrat kann unter ande-
rem als DCB (Direct Copper Bonded) Substrat ausge-
fUhrt sein. Das elektronische Bauelement ist, insbeson-
dere stoffschllssig, mit der ersten Leiterstruktur verbun-
den. Beispielsweise ist das elektronische Bauelement
durch Léten, Sintern oder adhasiv mit der ersten Leiter-
struktur verbunden. Das thermisch leitfahige Gehausee-
lement ist stoffschlissig, z.B. durch Léten, Sintern oder
adhasiv, mit der zweiten Leiterstruktur verbunden. Alter-
nativ kann Verbinden des elektronische Bauelements mit
derersten Leiterstruktur kraftschliissig durch Anpressen,
z.B. durch das Gehauseelement, erfolgen. Durch eine
derartige Anordnung, welche einen geringen Kontaktwi-
derstand aufweist, kann eine wahrend des Betriebes des
elektronischen Bauelements entstehende Verlustwarme
zusatzlich Gber das thermisch leitfahige Fullmaterial und
das thermisch leitfahige Gehauseelement an das Sub-
strat bzw. an die Umgebung abgegeben werden. Ferner
wird durch das thermisch leitfahige Gehduseelementund
das thermisch leitfahige Fillmaterial Bauraum einge-
spart.

[0015] Eine weitere Ausfiihrungsform sieht vor, dass
das thermisch leitfahige Fullmaterial zumindest zum Zeit-
punkt des Betriebs des elektronischen Bauelements
flieRfahig ist. Insbesondere ist das thermisch leitfahige
Fillmaterial als Liquid ausgefihrt. Daraus ergibt sich ein
geringer Kontaktwiderstand und somit eine sehr gute
Warmeleitfahigkeit.

[0016] Eine weitere Ausfiihrungsform sieht vor, dass
das elektronische Bauelement durch das Gehéauseele-
ment, insbesondere fluiddicht, gekapselt ist. Durch eine
derartige Kapselung wird ein Austreten des thermisch
leitfahigen Flllmaterials verhindert, sodass eine War-
tung erleichtert und eine Lebensdauer erhdht wird. Fer-
ner kann durch eine derartige gekapselte Anordnung auf
weitere Gehdusekomponenten zumindest teilweise ver-
zichtet werden, sodass zusatzlich Bauraum eingespart
wird.

[0017] Eine weitere Ausfiihrungsform sieht vor, dass
das thermisch leitfahige Fillmaterial elektrisch isolierend
ausgefihrt ist. Insbesondere ist das thermisch leitfahige
Fillmaterial als Inertflissigkeit ausgefiihrt. Unter ande-
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rem kommen Galden® HS 240, 3M™ Novec™ oder 3M™
Fluorinert™, aber auch Paraffine infrage. Derartige Inert-
flissigkeiten kénnen eine hohe Durchschlagsfestigkeit
von mindestens 10 kV/mm, insbesondere 20 kV/mm auf-
weisen. Ferner ergibt sich durch die Verwendung elek-
trisch isolierender Liquide ein geringer Kontaktwider-
stand und eine sehr gute Warmeleitfahigkeit.

[0018] Eine weitere Ausfuhrungsform sieht vor, dass
ein Zwischenraum zwischen dem elektronischen Baue-
lement und dem Gehauseelement vollstandig durch das
thermisch leitfahige Fullmaterial ausgefiillt ist. Dadurch
werden optimierte Isolationseigenschaften erreicht und
es kann Bauraum eingespart werden. Ferner wird der
Kontaktwiderstand reduziert, was zu einer verbesserten
Warmeabfuhr fuhrt.

[0019] Eine weitere Ausfliihrungsform sieht vor, dass
das thermisch leitfahige Fillmaterial elektrisch leitfahig
ausgefiihrt ist. Beispielsweise weist das thermisch leit-
fahige Fillmaterial ein Flissigmetall auf. Das Flissigme-
tall kann unter anderem Gallium und/oder Indium enthal-
ten. Somit ist eine thermische Leitfahigkeit des Fillma-
terial von mindestens 40 W/mK, insbesondere 60 W/mK,
erreichbar.

[0020] Eine weitere Ausfliihrungsform sieht vor, dass
das Fillmaterial iber einen elektrischisolierenden Werk-
stoff von einem Kontaktierungsbereich des elektroni-
schen Bauelements mit dem Substrat elektrisch isoliert
angeordnetist. Der elektrisch isolierende Werkstoff kann
unter anderem Silikon oder ein Harz enthalten. Durch
eine derartige Anordnung werden Kurzschliisse verhin-
dert, wahrend eine hohe thermische Leitfahigkeit erreicht
wird.

[0021] Eine weitere Ausfihrungsform sieht vor, dass
der elektrisch isolierende Werkstoff zumindest Teil eines
Abdichtelements ist. Beispielsweise ist das Abdichtele-
ment insbesondere adhasiv, mit einer Gehauseinnen-
wand und Seitenflachen des elektronischen Bauele-
ments verbunden. Insbesondere ist das Fullmaterial
durch das Gehauseelement und das Abdichtelement flu-
iddicht um das elektronische Bauelement herum gekap-
selt. Somit werden Kurzschliisse verhindert, wahrend ei-
ne hohe thermische Leitfahigkeit erreicht wird.

[0022] Eine weitere Ausfliihrungsform sieht vor, dass
das Gehauseelement zumindest ein Distanzelement auf-
weist, welches mit dem elektronischen Bauelement kon-
taktiert ist. Insbesondere ist das zumindest eine Distan-
zelement mit einer Gehauseinnenflache verbunden. Un-
ter anderem kann zumindest ein Distanzelement kegel-
férmig, quaderférmig oder zylinderférmig ausgestaltet
sein. Durch zumindest ein derartiges Distanzelement
wird das elektronische Bauelement gehalten, wodurch
eine mechanische Stabilitdt wahrend des Flgeprozes-
ses, insbesondere vor dem Verbinden mit dem Substrat,
erhoht wird.

[0023] Eine weitere Ausfihrungsform sieht vor, dass
das Gehauseelement eine verschlieRbare Offnung zum
Einfilllen des thermisch leitfahigen Fullmaterials, wel-
ches flieRfahig ausgefihrt ist, aufweist. Durch eine der-
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artige Offnung ist das Gehauseelement besonders ein-
fach befiillbar.

[0024] Eine weitere Ausfiihrungsform sieht vor, dass
das Gehauseelement, insbesondere zumindest auf einer
dem Substrat abgewandten Seite, Rippen aufweist.
Durch derartige Rippen wird eine Gehauseoberflache
zur Umgebung hin vergréf3ern und so eine verbesserte
Entwarmung erméglicht.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausfiihrungsbeispiele naher
beschrieben und erlautert.

[0026] Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
ersten Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG 2 eine schematische Schnittdarstellung einer
zweiten Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG 3 eine schematische Schnittdarstellung einer
dritten Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG 4 eine schematische Schnittdarstellung einer
vierten Ausflihrungsform einer Anordnung,

FIG 5 eine schematische Darstellung eines Verfah-
rens zur Herstellung einer Anordnung,

FIG 6 eine schematische Schnittdarstellung einer
funften Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG7 eine schematische Schnittdarstellung einer
sechsten Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG 8 eine schematische Darstellung von Segment-
streifen zur Herstellung von Gehauseelemen-
ten fir eine Anordnung,

FIG 9 eine schematische Schnittdarstellung einer
siebten Ausfiihrungsform einer Anordnung,

FIG10 eine schematische Schnittdarstellung einer
achten Ausflihrungsform einer Anordnung,

FIG 11  eine schematische Darstellung eines Strom-
richters.

[0027] BeidenimFolgenden erlauterten Ausfiihrungs-

beispielen handelt es sich um bevorzugte Ausflihrungs-
formen der Erfindung. Bei den Ausflihrungsbeispielen
stellen die beschriebenen Komponenten der Ausfiih-
rungsformen jeweils einzelne, unabhangig voneinander
zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhangig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als
der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung
anzusehen sind. Des Weiteren sind die beschriebenen
Ausfiihrungsformen auch durch weitere der bereits be-
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schriebenen Merkmale der Erfindung erganzbar.
[0028] Gleiche Bezugszeichen haben in den verschie-
denen Figuren die gleiche Bedeutung.

[0029] FIG 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer ersten Ausflihrungsform einer Anordnung 2,
welche als Leistungsanordnung ausgefiihrt ist und ein
elektronisches Bauelement 4, ein Substrat 6 sowie ein
thermisch leitfahiges Gehauseelement 8 umfasst. Das
elektronische Bauelement 4 ist beispielhaft als lateraler
Leistungshalbleiter, insbesondere mit breiter Bandllicke,
ausgefiihrt sein. Derartige Leistungshalbleiter kénnen
beispielsweise in Siliziumcarbid- oder Galliumnitrid-
Technologie realisiert sein. Alternativ kann das elektro-
nische Bauelement 4 unter anderem als anderer Leis-
tungshalbleiter, wie beispielsweise als IGBT oder verti-
kaler SiC-MOSFET, als Diode oder als passives Baue-
lement, z.B. als Shunt-Widerstand, ausgefiihrt sein. Das
Substrat 6 weist auf einer dem elektronischen Bauele-
ment 4 zugewandten Seite eine Metallisierung 10 und
auf einer dem elektronischen Bauelement 4 abgewand-
ten Seite eine weitere Metallisierung 12 auf. Die Metal-
lisierungen sind Uber eine dielektrische Materiallage 14,
welche beispielsweise Aluminiumoxid oder Aluminium-
nitrid enthalten kann, mechanisch und thermisch leitend
verbunden. Insbesondere ist das Substrat 6 als DCB (Di-
rect Copper Bonded) Substrat ausgefiihrt. Die Metalli-
sierung 10 umfasst eine erste Leiterstruktur 16 und eine
von der ersten Leiterstruktur 16 elektrisch isoliert ange-
ordnete zweite Leiterstruktur 18, wobei die erste Leiter-
struktur 16 zumindest teilweise innerhalb der zweiten Lei-
terstruktur 18 angeordnet ist. Das elektronische Bauele-
ment 4 weist auf einer Grundflache 20 Kontaktierungs-
elemente 22, beispielsweise Pins, auf, liber welche das
elektronische Bauelement 4 stoffschllssig, beispielswei-
se Uber eine L6t- oder Sinterverbindung, mit der ersten
Leiterstruktur 16 der Metallisierung 10 verbundenist. Das
als Leistungshalbleiter ausgefiihrte elektronische Baue-
lement4 kann in einem Package oder "bare Die"mitdem
Substrat 6 verbunden sein.

[0030] Das elektronische Bauelement4 istin dem ther-
misch leitfahigen Gehauseelement 8 angeordnetund so-
mit von diesem umgeben. Das thermisch leitfahigen Ge-
hauseelement 8 ist beispielsweise aus einem metalli-
schen Werkstoff, z.B. Kupfer, Aluminium oder eine deren
Legierungen, einem thermisch leitfahigen Kunststoff
oder einem keramischen Werkstoff hergestellt. Ferner
ist das Gehause 8 stoffschliissig, beispielsweise adha-
siv, mit der zweiten Leiterstruktur 18 der Metallisierung
10 verbunden. Die adhasive Verbindung wird mittels ei-
nes thermisch leitfahigen Klebers hergestellt. Ist das Ge-
hause 8 zumindest im Bereich der Kontaktierung mit der
Metallisierung 10 aus einem metallischen Werkstoff her-
gestellt, kann die stoffschliissige Verbindung alternativ
durch Léten oder Sintern hergestellt werden. Das elek-
tronische Bauelement 4 wird durch das stoffschlissige
Verbinden des Gehauseelements 8 mit der zweiten Lei-
terstruktur 16, insbesondere fluiddicht, gekapselt.
[0031] In dem thermisch leitfahigen Gehauseelement
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8istein thermisch leitfahiges Fullmaterial 24 angeordnet.
Das thermisch leitfahiges Fullmaterial 24, welches zu-
mindest zum Zeitpunkt des Betriebs des elektronischen
Bauelements 4 flieRfahig ist, angeordnet. Das thermisch
leitfahiges Fullmaterial 24 ist in FIG 1 als elektrisch iso-
lierende Inertflissigkeit ausgefihrt. Beispiele flur derar-
tige Inertfliissigkeiten sind unter anderem Galden® HS
240, 3M™ Novec™, 3M™ Fluorinert™. Zusatzlich oder
alternativ kann das thermisch leitfahige Fillmaterial 24
ein Paraffin enthalten. Insbesondere weist das thermisch
leitfahige Fillmaterial 24 eine Durchschlagsfestigkeit
von mindestens 10 kV/mm auf. Das beispielsweise im
Wesentlichen quaderférmig ausgefiihrte elektronische
Bauelement 4 weist neben der Grundflache 20 eine
Deckflache 26 und Seitenflachen 28 auf, wobei sowohl
die Deckflache 26 als auch die Seitenflachen 28 des elek-
tronischen Bauelements 4 vollstandig mit dem thermisch
leitfahigen Fullmaterial 24 kontaktiert und Uiber das ther-
misch leitfahige Fullmaterial 24 mit einer Gehauseinnen-
wand 30 des Gehauseelements 8 verbunden sind. Bei-
spielhaftistin FIG 1 ein Zwischenraum 32 zwischen dem
elektronischen Bauelement 4 und dem Gehauseelement
8 vollstéandig durch das thermisch leitfahige und elek-
trisch isolierende Flllmaterial 24 ausgefillt. Auf diese
Weise kann eine wahrend des Betriebes des elektroni-
schen Bauelements 4 entstehende Verlustwarme zu-
satzlich Gber das thermisch leitfahige Fullmaterial 24 und
das thermisch leitfahige Gehauseelement 8 an die Um-
gebung abgegeben werden. Zusatzlich kann die weitere
Metallisierung 12 des Substrats 6 flachig mit einer War-
mesenke 34, insbesondere einen Kiihlkérper verbunden
sein. Die wahrend des Betriebes des elektronischen Bau-
elements 4 entstehende Verlustwarme kann somit tiber
das thermisch leitfahige Fillmaterial 24, das thermisch
leitfahige Gehauseelement 8 und das Substrat 6 an die
flachig mit der weiteren Metallisierung 12 des Substrats
6 verbundene Warmesenke 34 abgegeben werden.
[0032] FIG 2 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer zweiten Ausfiihrungsform einer Anordnung 2,
wobei das thermisch leitfahige Flllmaterial 24 elektrisch
leitfahig ausgefiihrtist. Beispielsweise wird als elektrisch
und thermisch leitfahiges Fullmaterial 24 Flissigmetall
verwendet. Um Kurzschliisse zu vermeiden ist das Full-
material 24 Gber einen elektrisch isolierenden Werkstoff
36 von einem Kontaktierungsbereich 38 des elektroni-
schen Bauelements 4 mit dem Substrat 6 elektrisch iso-
liertangeordnetist. Der elektrisch isolierenden Werkstoff
36 kann unter anderem Underfill, Kunststoff oder Silikon
enthalten. Die weitere Ausfiihrung der Anordnung 2 in
FIG 2 entspricht der Ausfiihrung in FIG 1.

[0033] FIG 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer dritten Ausflihrungsform einer Anordnung 2.
Ein elektrisch isolierender Werkstoff 36 ist als Abdichte-
lement 40 ausgefihrt, welcher ein Kontaktieren des elek-
trisch und thermisch leitfahigen Fillmaterials 24, das zu-
mindest zum Zeitpunkt des Betriebs des elektronischen
Bauelements 4 flieRfahig ist, mit den Kontaktierungsele-
menten 22 des elektronischen Bauelements 4 verhin-
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dert. Beispielsweise ist das Abdichtelement 40, insbe-
sondere adhasiv, mit der Gehauseinnenwand 30 und den
Seitenflachen 28 des elektronischen Bauelements 4 ver-
bunden. Das Fullmaterials 24 ist durch das Gehausee-
lement 8 und das Abdichtelement 40 fluiddicht um das
elektronische Bauelements 4 herum gekapselt. Die wei-
tere Ausflihrung der Anordnung 2 in FIG 3 entspricht der
Ausfiihrung in FIG 2.

[0034] FIG 4 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer vierten Ausfiihrungsform einer Anordnung 2,
wobei das Gehauseelement 8 auf der Gehauseinnen-
wand 30 Distanzelemente 41 aufweist, welches mit dem
elektronischen Bauelement 4 kontaktiert sind. Die Dis-
tanzelemente 41, welche beispielsweise kegelférmig
oder alternativ quaderférmig oder zylinderférmig ausge-
staltet sind, halten das elektronische Bauelement 4 und
erhéhen die mechanische Stabilitdt wahrend des Fiige-
prozesses, insbesondere vor dem Verbinden mit dem
Substrat 6. Die weitere Ausfiihrung der Anordnung 2 in
FIG 4 entspricht der Ausfiihrung in FIG 1.

[0035] FIG 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Verfahrens zur Herstellung einer Anordnung 2. Das
Verfahren umfasst folgende Schritte:

Einlegen A eines elektronischen Bauelements 4 und ei-
nes thermisch leitfahigen Fullmaterials 24 in ein ther-
misch leitfahiges Gehauseelement 8, wobei eine Deck-
flache 26 und die Seitenflachen 28 des elektronischen
Bauelements 4 Gber das thermisch leitfahige Fullmaterial
24 mit dem Gehauseelement 8 verbunden werden. Das
verwendete thermisch leitfahige Fullmaterial 24 ist elek-
trisch leitfahig ausgefihrt und zumindest zum Zeitpunkt
des Betriebs des elektronischen Bauelements 4 fliel3fa-
hig. Beispielsweise wird als elektrisch und thermisch leit-
fahiges Fullmaterial 24 Flissigmetall verwendet. Das
elektronische Bauelements 4 wird derartig eingelegt,
dass der Kontaktierungsbereich 38 des elektronischen
Bauelements 4 mit den Kontaktierungselementen 22
nicht mit dem Flissigmetall in Kontakt steht.

[0036] In einem weiteren Schritt erfolgt ein Abdichten
B des Flussigmetalls gegenliber dem Kontaktierungsbe-
reich 38 des elektronischen Bauelements 4 mit einem
Abdichtelement 40, das einen elektrisch isolierenden
Werkstoff 36 enthalt.

[0037] In einem weiteren Schritt erfolgt ein Verbinden
C des elektronischen Bauelements 4 mit der ersten Lei-
terstruktur 16 der Metallisierung 10 des Substrats 6 und
ein stoffschlissiges Verbinden D des Gehauseelements
8 mit der zweiten Leiterstruktur 18 der Metallisierung 10
des Substrats 6. Das Verbinden C und das stoffschlis-
sige Verbinden D kann durch Léten, Sintern oder adha-
siv, z.B. mittels eines elektrisch leitfahigen Klebers, er-
folgen. Alternativ kann das Verbinden C des elektroni-
schen Bauelements 4 durch Anpressen erfolgen. Zum
Anpressen konnen beispielsweise elastische Verbin-
dungselemente wie Federn oder Bligel verwendet wer-
den. Die weitere Ausfiihrung der Anordnung 2 in FIG 5
entspricht der Ausfiihrung in FIG 3.

[0038] FIG 6 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
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lung einer finften Ausfiihrungsform einer Anordnung 2,
wobei ein Einflllen E eines thermisch leitfahigen flie3fa-
higen Fullmaterials 24 in das thermisch leitfahige Gehau-
seelement 8 nach dem Verbinden C des elektronischen
Bauelements 4 mit der ersten Leiterstruktur 16 und dem
stoffschlissigen Verbinden D des thermisch leitfahigen
Gehauseelements 8 mit der zweiten Leiterstruktur 18
tiber eine Offnung 42 erfolgt. Nach dem VerschlieRen
der Offnung 42 ist das elektronische Bauelement 4, ins-
besondere fluiddicht, gekapselt. Die weitere Ausfiihrung
der Anordnung 2 in FIG 6 entspricht der Ausfiihrung in
FIG 1.

[0039] FIG 7 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer sechsten Ausfiihrungsform einer Anordnung
2. Die erste Leiterstruktur 16 der Metallisierung 10 wird
Uber Durchkontaktierungen 44 auf eine dem elektroni-
schen Bauelement 4 abgewandte Seite 46 des Substrats
6 gefiihrt. Die weitere Ausfiihrung der Anordnung 2 in
FIG 7 entspricht der Ausfihrung in FIG 1.

[0040] FIG 8 zeigt eine schematische Darstellung von,
beispielsweise metallischen, Segmentstreifen 48 zur
Herstellung von Gehauseelementen 8 fir eine Anord-
nung 2, wobei die Segmentstreifen 48 Sollbruchstellen
50, beispielsweise mit einer Perforierung 52, zur Herstel-
lung von Gehauseelementen 8 aus den Segmenten auf-
weisen. In den Segmenten 54 der Segmentstreifen 48
ist jeweils eine Kavitat 56 zur Aufnahme eines elektroni-
schen Bauelements 4 vorgesehen.

[0041] FIG 9 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer siebten Ausfiihrungsform einer Anordnung 2,
wobei das Gehauseelement 8 aus beispielhaft drei Seg-
menten 54, welche jeweils eine Kavitat 56 aufweisen,
hergestellt ist. In den Kavitdten 56 sind elektronische
Bauelemente 4 unterschiedlicher Hohen h1, h2, h3 an-
geordnet. Durch das thermisch leitfahige Fillmaterial 24
werden unterschiedliche Hohen h1, h2 der elektroni-
schen Bauelemente 4, welche z.B. als Leistungshalblei-
ter ausgefiihrt sind, ausgeglichen solange die Hohe h1,
h2 eine Tiefe t der Kavitat 56 nicht Giberschreitet. Uber-
schreitet ein elektronisches Bauteile 4, z.B. ein passives
Bauelement wie ein Kondensator, mit einer Hohe h3 die
Tiefe t der Kavitét 56, kann eine Offnung 42 eingefiigt
werden, sodass das elektronisches Bauteile 4 mit einer
Hohe h3 Uber das Gehauseelement 8 hinaussteht.
[0042] FIG 10 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer achten Ausfiihrungsform einer Anordnung 2,
wobei das Gehauseelement 8 auf einer dem Substrat 6
abgewandten Seite Rippen 58 aufweist, welche die Ge-
hauseoberflache zur Umgebung hin vergréern und so
eine verbesserte Entwarmung ermdglichen.

[0043] FIG 11 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Stromrichters 60, welcher beispielsweise eine An-
ordnung 2 aufweist.

[0044] Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine
Anordnung 2 mit einem elektronischen Bauelement 4
und einem Substrat 6. Um den Bauraum einer derartigen
Anordnung 2 zu verringern und eine verbesserte Entwar-
mung zu ermdglichen, wird vorgeschlagen, dass das
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Substrat 6 eine Metallisierung 10 mit zumindest einer
ersten Leiterstruktur 16 und einer zweiten Leiterstruktur
18 aufweist, wobei die erste Leiterstruktur 16 zumindest
teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur 18 ange-
ordnet ist, wobei das elektronische Bauelement 4, ins-
besondere stoffschllissig, mit der ersten Leiterstruktur
16 verbunden ist, wobei das elektronische Bauelement
4 von einem thermisch leitfahigen Gehauseelement 8
umgeben ist, welches stoffschliissig mit der zweiten Lei-
terstruktur 18 verbunden ist, wobei eine Deckflache 26
und zumindest eine Seitenflache 28 des elektronischen
Bauelements 4 Uber ein thermisch leitfahiges Fillmate-
rial 24 mit dem Gehauseelement 8 verbunden ist.

Patentanspriiche

1. Anordnung (2) mit einem elektronischen Bauele-
ment (4) und einem Substrat (6),

wobei das Substrat (6) eine Metallisierung (10)
mit zumindest einer ersten Leiterstruktur (16)
und einer zweiten Leiterstruktur (18) aufweist,
wobei die erste Leiterstruktur (16) zumindest
teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur
(18) angeordnet ist,

wobei das elektronische Bauelement (4), insbe-
sondere stoffschlissig, mit der ersten Leiter-
struktur (16) verbunden ist, wobei das elektro-
nische Bauelement (4) von einem thermisch leit-
fahigen Gehauseelement (8) umgeben ist, wel-
ches stoffschliissig mit der zweiten Leiterstruk-
tur (18) verbunden ist, wobei eine Deckflache
(26) und zumindest eine Seitenflache (28) des
elektronischen Bauelements (4) uber ein ther-
misch leitfahiges Fullmaterial (24) mit dem Ge-
hauseelement (8) verbunden ist.

2. Anordnung (2) nach Anspruch 1,
wobei das thermisch leitfahige Fullmaterial (24) zu-
mindest zum Zeitpunkt des Betriebs des elektroni-
schen Bauelements (4) flieRfahig ist.

3. Anordnung (2) nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
wobei das elektronischen Bauelement (4) durch das
Gehauseelement (8), insbesondere fluiddicht, ge-
kapselt ist.

4. Anordnung (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei das thermisch leitfahige Fullmaterial (24) elek-
trisch isolierend ausgefiihrt ist.

5. Anordnung (2) nach Anspruch 4,
wobei ein Zwischenraum (32) zwischen dem elek-
tronischen Bauelement (4) und dem Gehauseele-
ment (8) vollstandig durch das thermisch leitfahige
Fillmaterial (24) ausgefiillt ist.
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Anordnung (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei das thermisch leitfahige Fillmaterial (24) elek-
trisch leitfahig ausgefihrt ist.

Anordnung (2) nach Anspruch 6,

wobei das Fullmaterial (24) Gber einen elektrisch iso-
lierenden Werkstoff (36) von einem Kontaktierungs-
bereich (38) des elektronischen Bauelements (4) mit
dem Substrat (6) elektrisch isoliert angeordnet ist.

Anordnung (2) nach Anspruch 7,
wobei der elektrisch isolierende Werkstoff (36) zu-
mindest Teil eines Abdichtelements (40) ist.

Anordnung (2) nach einem der vorherigen Anspri-
che,

wobei das Gehauseelement (8) zumindest ein Dis-
tanzelement (41) aufweist, welches mit dem elektro-
nischen Bauelement (4) kontaktiert ist.

Anordnung (2) nach einem der vorherigen Ansprii-
che,

wobei das Gehauseelement (8) eine verschliel3bare
Offnung (42) zum Einfiillen (E) des thermisch leitfa-
higen Fillmaterials (24), welches flieRfahig ausge-
fUhrt ist, aufweist.

Anordnung (2) nach einem der vorherigen Ansprii-
che,

wobei das Gehauseelement (8), insbesondere zu-
mindest auf einer dem Substrat (6) abgewandten
Seite, Rippen (58) aufweist.

Stromrichter (60) mit mindestens einer Anordnung
(2) nach einem der vorherigen Anspriiche.

Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (2) mit
einem elektronischen Bauelement (4) und einem
Substrat (6),

wobei das Substrat (6) eine Metallisierung (10)
mit zumindest einer ersten Leiterstruktur (16)
und einer zweiten Leiterstruktur (18) aufweist,
wobei die erste Leiterstruktur (16) zumindest
teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur
(18) angeordnet ist, umfassend folgende Schrit-
te:

- Einlegen (A) des elektronischen Bauele-
ments (4) und eines thermisch leitfahigen
Fillmaterials (24) in ein thermisch leitfahi-
ges Gehauseelement (8),

wobei eine Deckflache (26) und zumindest
eine Seitenflache (28) des elektronischen
Bauelements (4) Gber das thermisch leitfa-
hige Fillmaterial (24) mit dem Gehausee-
lement (8) verbunden wird,

- Verbinden (C) des elektronischen Baue-
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14.

15.

16.

17.

18.

lements (4) mitder ersten Leiterstruktur (16)
und

- stoffschliissiges Verbinden (D) des Ge-
hauseelements (8) mit der zweiten Leiter-
struktur (18).

Verfahren nach Anspruch 13,

wobei ein thermisch leitfahiges Fillmaterial (24) ver-
wendet wird, welches zumindest zum Zeitpunkt des
Betriebs des elektronischen Bauelements (4)
flieRfahig ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 oder 14,
wobei das elektronische Bauelement (4) durch das
stoffschliissige Verbinden (D) des Gehauseele-
ments (8) mit der zweiten Leiterstruktur (18), insbe-
sondere fluiddicht, gekapselt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15,

wobei das thermisch leitfahige Flllmaterial (24)
elektrisch leitfahig ausgefiihrt ist,

wobei das Fillmaterial (24) Uber einen elek-
trisch isolierenden Werkstoff (36) von einem
Kontaktierungsbereich (38) des elektronischen
Bauelements (4) mitdem Substrat (6) elektrisch
isoliert angeordnet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16,
wobei nach dem Einlegen (A) ein Abdichten (B) des
Fillmaterials (24) gegenulber einem Kontaktierungs-
bereich (38) des elektronischen Bauelements (4) er-
folgt.

Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (2) mit
einem elektronischen Bauelement (4) und einem
Substrat (6),

wobei das Substrat (6) eine Metallisierung (10)
mit zumindest einer ersten Leiterstruktur (16)
und einer zweiten Leiterstruktur (18) aufweist,
wobei die erste Leiterstruktur (16) zumindest
teilweise innerhalb der zweiten Leiterstruktur
(18) angeordnetist, umfassend folgende Schrit-
te:

- Verbinden (C) des elektronischen Baue-
lements (4) mitder ersten Leiterstruktur (16)
und

- stoffschliissiges Verbinden (D) eines ther-
misch leitfahigen Gehauseelements (8) mit
der zweiten Leiterstruktur (18),

- Einflllen (E) eines thermisch leitfahigen
flieRfahigen Fullmaterials (24) in das Ge-
hauseelement (8),

wobei eine Deckflache (26) und zumindest
eine Seitenflache (28) des elektronischen
Bauelements (4) Uber das Fullmaterial (24)
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mit dem Gehauseelement (8) verbunden
wird.

19. Verwendung von, insbesondere metallischen, Seg-
mentstreifen (48) mit Segmenten (54), welche je-
weils eine Kavitat (56) aufweisen, zur Herstellung
von Gehauseelementen (8) fiir eine Anordnung (2)
nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
wobei die Segmentstreifen (48) zwischen den Seg-
menten (54) Sollbruchstellen (50), insbesondere mit
einer Perforierung (52), aufweisen.
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FIG 1 2
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FIG 3 2
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FIG 6
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